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La presente invención se refiere a perfeccionamientos en 

plecas de circuito impreso moldeada.

La fabricación de circuitos eléctricos que utilizan técnJ 

cas de placas de circuito impreso es una técnica perfectamente conocida. 

Por-lo general, la placa de circuito impreso esté formada por un material

aislante, mecanizado para recibir en el mismo componentes eléctricos, co i

I  'conexiones eléctricas entre los componentes proporcionadas por metalizaclo 

nes conductoras situadas en uno o en ambos lados de la placa. El mecanizado 

de la placa incluye la perforación o taladro de orificios en posiciones de 

la placa incluye la perforación o taladro de orificios en posiciones preda 

terminadas de la placa para recibir los conductores extendidos de alguno: 

componentes eléctricos. El proceso de mecanizado puede incluir igualmentí 

la perforación o el taladro de orificios mayores de diversos tamaños y for 

mas, para acomodar estructuras mecánicas relacionadas con otros componentes 

eléctricos, tales como les formas cilindricas que soportan las bobinas con 

ductivas, comprendiendo asi un inductor. Para los componentes quennecesitan 

casouillos, se han mecanizado unos orificios en las placas en los lugares 

apropiados, de manera quepuedan insetarse y fijarse a la placa casquillos 

previamente fabricados. Cuando la placa debe soportar otras estructuras, 

par ejemplo potenciómetros, o cuando debe fijarse a un chasis eléctrico, se 

suelen utilizar coménmetente bridas fijadas a la placa para otener estos 

fines.

Estas placas conocidas de la técnica anterior son de fa­

bricación muy eomplicada y costosa. El proceso de mecanizado, especialmerte 

con relacióna a orificios de montaje de componentes que se deben colocar 

enllugares predeterminados, se ha demostrado poco práctico, porque si los 

orificios no se encuentran en un lugar preciso de la placa, el montajes s 

hace difícil, especialmente por las técnicas de inserción automática de- 

compornantes. Además aón cuando el orificio esté colocado Bn su posición 

exacta, es preciso controlar cuidadosamente el tamaño del mismo. Si el tama 

ño del orificio es pequeño, la insercción puede llegar a ser tAuy difícil 

No obstante, si se hace demasiado grande, se pierde la acción caoilar neee
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saria para cobresoldar los componentes, obteniéndose conexiones intermitje 

tes. Por otra parte, la fabricación convencional de placas de circuito 

as costosa por el hecho de que, para completar el montaje, es necesario 

fijar a las mismas casquillos o tomas, bridas y similares fabricados extp 

riormente.

En consecuencia, un objeto de la invención es el de pro 

porcionar un conjunto de placa de circuito impreso perfeccionado, que pojo 

porciona un medio preciso, y sin embargo eeonoriíico, para construir ciredi 

tos eléctricos.

Brevemente expuesto, segdh la invención, lao placa de ci 

cuito impreso perfeccionada es de construcción moldeada, de manera que puj 

da conformarse previamente para recibir y soportar en la misma componente! 

eléctricos. La interconexión entre componentes eléctricos se consigue por 

el hecho de quería placa esté adaptada para recibir un material conductor, 

como por ejemplo cobre, en una configuración determinada, interconectando 

de ese modo los componentes.

Dado que la placa es de construcción moldeada,- permite ell 

moldeo en la misma, en lugares precisos, de orificios de gufa para los - 

conductores extendidos de componentes eléctricos. El modeo permite el ave 

llenado de los orificios para facilitar la insercción de componentes. Por 

otra parte, en la placa se pueden moldear integralmente casquillos o ts 

mas de bobnina, conectares de borde y similadores.

La fig. 1 es una vista en perspectiva que ilustra una pila 

ca de circuito moldeada.

La fig.2 es'una vista en sección lateral del orificio de 

montaje y del cosquillo de circuito integrado representado en la Fig.l y

La fig. 3 es una vista en sección lateral del conector - 
representado en la placa de le Fig. 1.

La fig. 1 ilustra una porción de un soporte 10 de placa 

de circuito impreso moldeada segón la presente invención. Con todo deta­

lle y en perspectiva se muestra una primera placa de circuito 12 que esté
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moldeada integralmente con una segunda placa de circuito 14(representada 

en vista parcial) en el mismo soporte 10. En el soporte 10 van moldeadas 

unpar de lineas de incisión 16, 18, en relación adjunta con las placas di! 

circuito primera y segunda 12, 14, respectivamente, permitiendo asf una 

fóci! extracción de la placa del soporte. Se prefiere una construcción de 

soporte porque la mayoría de líneas de montaje de fabricación actuón al 

másimo de eficiencia con placas --̂ e circuito de una dimensión determinada^ 

El concepto de soporte permite al operador de producción montar simultá­

neamente mtíltiples placas, evitando de ese modo el montaje convencional 

placa por placa, que lleva tanto tiempo. Por otra parte, es mós econòmici 

soldar por ondas un tamaño standard de soporte que placas separadas da dí 

versos tamaños. Oebs comprenderse que un soporte de la dimensión deseada 

podría contener varias placas de circuito individuales, de las que aigunb 

o la totalidad pueden ser diferentes de otras placas del mismo soporte.

Cualquiera que tenga un conocimiento ordinario de la tóc 

nica del moldeo podría-prever innumerables materiales y procesos da mode, 

para producir placas de circuito segón la invención. No obstante, la rea. 

ración preferida de la presente invención utiliza un compuesto de moldeo 

de resina epóxido de vidrio en proceso de moldeo por inyección. Estos ma 

teriales y procesos son perfectamente conocidos en la tócnica del moldeo,

Una característica particular de la presente invención e: 

que la placa de circuito moldeada puede conformarse previamente para reci 

bir y soportar en la misma componentes elóctricos.

Como se expone con mayor extensión en lo que sigue,los o  

ponentes elóeticos recibidos y soportados por estas placas de circuito - 

pueden ser interconectados por medio de una plantilla de material conducí 

tor convencional fabricado en el lado del fondo de la placa.

Se proporcionan muchos componentes elóctricos con cables 

terminales que se extienden desde los mismos, cuyos cables o donductores- 

se montan comónmente a las placas de circuito por medio desorificios taló 

drados o perforados dentro de las placas. En la presente invención, sin e
t
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bargo, y tal como se ilustra, por ejemplo, en 2D, se pueden proporcionar 

orificios de montaje para los conductores extendidos de componentes eléc 

tríeos en la misma placa moldeada de circuito, como parte del proceso de 

moldeo. Debido a la demostrada precisión y repetibilidad de los procesos 

de moldeo, los orificios para componentes puede situarse con toda exacti 

tud en las diferentes placas, manteniéndose el tamaño de los orificios den 

tro de tolerancias muy extrechas. Esta características es particularmente 

conveniente cuando los componentes eléctricos se deben insertar en las - 

placas por medio de qquipo automático de inserción. Otra ventaja de la pija 

10 ca moldeada de circuito de la presente invención consiste en que los orí

ficios que se proporcionan para los componentes eléctrcicos con conducto 

res extendidos puede llevar una identación o ranura avellanada. Esto se 

ilustra mejor en la Fig. 2, en la que se muestra un diagrama en sección 

de un reistor 24, con un conductor terminal extendido 26 que se debe situar 

15 se dentro del orificio de guía 20 . El orificio de guía 20, tal como se

muestra, se moldea para proporcionar un avellanado di orificio 20, con lp 

que el conductor extendido 26 del resistor 24 puede ser guiado allinterijr 

del orificio 20. El tamaño del orificio 20 situado en la parte inferior 

de la placa 12 es critico por dos razones. Si el orificio 20 es demasiado 

20 a través del orificio y se ha soldado la placa, por ejemplo, por elcproc3

so de cobresoldadura por ondas, la acción capilar del fundente alrededor 

del conductor extendido 26 puede que no sea suficiente para establecer,- 

una firma conexión soldada. Como consecuencia, se puede dar un contacto 

intermitente. Resumiendo,pues, moldeando el orificio 20 dentro de la place 

25 de circuito impreso 12, de obtienen varias ventajas sobre las placas.per[o

radas o taladradas de la técnica anterior* En primer lugar, cada orifico 

se encuentra situado con toda precisión en todas las placas, ^n segundo 

lugar, el tamaño del orificio se mantiene al valor deseado. Por ultimo, 

puede moldearse en el orificio un avellanado o conicidad, dacilitando asf 

la inserción de los conductores de componentes. Todas estas ventajas eon 

30 importantes para conseguir una construcción económica, y al mismo tiempo

asegura, de circuitos eléctiicos en placas de circuito.
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Aunque se ha dado un ajanólo da un componente con un

conductor extendido como un resirtor 24, deba ouedar entendido aue inmu 

nerables componentes eléctricos tienen conductores extendidos que podría 

beneficiarse de la construcción de la placa moldeada de circuito impreso 

segtln la invención. *lgunos ejemplos son los condensadores, inductores, 

osciladores de cristel, diodos, etc, etc...

Un elemento comón que se encuentre en una placa de circd 

to es uninductor. Un inductor tfoico necesita une porción de nócleo con ! 

arrollamiento de cable eléctrico enrollado altededor del mismo. En la J 

técnica, se sabe que la bobina podría formarse taladrando o perforando- 

un orificio de tamaño apropiado en la placa de circuito, y encajando a 

presión en el orificio de la una matriz de bobina con el arrollamiento s

tuado alrededor de le misma. Seoón le presente invención, sin embargo, u
¡

matriz de bobina (una de las cuales se ilustra en 30) podría moldearse d 

rectamente en la placa de circuito del proceso de moldeo, la matriz de J 

bina no sólo se situaré de manera predeterminada, sino que.también tendr 

exactamente los diámetros interior y exterior corresctos. Si la bobina 

debe sintonizarse por espira cortocircuitada, puede moldearse un reborde 

o rosca apropiada en el diémetro interior de la matriz de bobina 30 en c 

de se puede colocar la espira cortocircuitada.

Con frecuencia es conveniente proporcionar una brida a 

la placa de circuito, por medio de la cual se puede fijar un componente 

a la placa o bien fijarse la placa a otra estructura. Esto se solía real 

zar en la técnica anterior fijando una brida metálica a la placa de circ 

to por soldadura o por conectores mecánicos convencionales, tales como u 

tornillo y tuerca. Haciendo de nuevo referencia a la Fig. 1, la placa de 

circuito de la invención puede recibir integrales por el proceso de mol 

deo,'dos de las cuales se ilustran en 32, 34, Es decir, las bridas desea 

das pueden moldearse integralmente can la placa 12. La brida ilustrada 

en 32 se pretende para fijar la placa de circuito 12 a una estructura ex!
I

terna, como por ejemplo un chasis, a través "de alguno de una serie de cc
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néctares mecánicos conocidos, como, por ejemplo, una tuerca y un perno.

La brida ilustrada en 34 representa un ejemplo de una es. 

tructura a la que puede fijarse otro componente. Por ejemplo, a travás de 

los orificios, de montaje 36, podrían fijarse a labrida 34 un potencióme 

tro, una luz piloto, un interruptor o cualquiera de una gran variedad de 

componentes. Ni que decir tiene que,dado que los orificios 36 están molde 

ados debtro de la brida 34, los orificios están situados con toda precisi¡í 

y rueden tener cualouier tamaño y forma deseados.

En la construcción convencional de placas de circuito, es 

a menudo conveniente proporcionar tomas o casquillo en la placa, que air 

ver para recibir componentes sláctricos. Esto se realiza por lo general - 

perforando o taladrando los orificios de tamaño apropiado en la placa, lo¡E 

cuales son de tamaño y forma tales que sirvan para recibir una toma apropk 

da previamente febricada. Haciendo de nuevo referencia a la Fig. 1, l'a to 

ma básica 28 puede fabricarse integralmente con la placa moldeada 12. En 

este caso, la toma 38 se ha diseñado pararrecepción de circuitos integradb 

que tengan filas paralelas de conductores. Se observará que la toma 38, 

al igual que ocurre con otros componentes moldeados sobre la placa 12, 

puede colocarse con toda precisión sobre la placa. Los orificios dispuest 

dentro de la toma 38 pueden igualmente disponerse con toda exactitud, perh 

tiendo así unaiinsercción siempre segura del circuito integrado.

Aunque se podrían insertar contactos eláctiicos comercial 

disponibles dentro de la toma 38 para contacto gláctrico de los conductor^ 

del circuito integrado, en la Fig.2 sa ilustra un sistema más económico,

En dicha figura se muestra una toma moldeaba 38, en vista en sección, itluá 

rando dos orificios 40, cada uno de los cuales recibe un terminal del cir 

cuito integrado. La placa de circuito está adaptada para recibir un materii 

conductor en la misma, como por ejemplo cobre, cuyo material interconecta 

eláctricamente los componentes eláctricos. Existen diversos procedimiento^ 

conocidos en laiindustria para proporcionar secciones metálica de ínterc^
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nexión en placas c¡e circuito impreso. En un procedimiento, la piara está 

totalmente recubierta por galvanoplastia, por ejemplo, con cobre. Poste­

riormente, a trsvós de un proceso de fotorresistencia, se mordenta selec 

tivamente el cobre, dejando da ese modo la configuración deseada del cijr 

cuito. Otro procedimiento eomón utiliza el depósito de un adhesivo en el 

lugar exacto de la placa al que debe adherirás el cobre, depositándose des 

puós sobre dicho lugar el cobre. Los tácnicos conoeen otros varios proce 

dimientos apropiados.

Volviendo ahora a la Fig. 2, el material conductor de coore 

46 que recubre la placa puede extenderse hasta y alrededor de los orificios 

de recepción de circuitos 40, proporcionando asi conexión eláctrica entre 

los conductores de circuitos integrados recibidos y los restantes compo­

nentes de la placa de circuito, sin el uso de conectóles adicionales. Esto, 

como es muy fácil de comprender, oroduce un medio muy seguro, y sin embar 

go económico, de montar componentes tales como circuitos integrados, trah 

sistores, etc., en la placa de circuito.

Tambián se representa en la Fig. 1 una relgleta de conec 

toras SOmoldeada integralmente con la placa de circuito 12. El circuito 

conector 5& puede reicibir una serie de tomas del tipo enchufable y, dado 

que está moldeado, puede tomar cualquier tamaño, forma y situación en la 

placa 12. En la Fig. 3 se ilustra una vista en sección del conector 50.

En ella, moldeados dentro de la regleta de conectores 50, hay una serie 

de retenes, uno de los cuales se ilustra en 52: En la base del reten se 

proporciona on canal 54 que llega hasta la sección de cobre 46 plateado 

sobra el lado del fondo de la placa, el retán 5^ va moldeado de forma que 

tenga el tamaño y forma apropiados para recibir cualquiera de una serie 

de pasadores y/o tomas comercialmente disponibles, quepueden insertarse 

simplemente en el retán 52 y mantenidos en su lugar por fricción mientras 

se suelda por ondas la placa, o por cualquier otro sistema similar, adhi 

riendo de ese modo la clavija o la toma a la varilla de metal de cobre 46.

En la Fig. 1 se. muestran otros varios orificios y, porcijo
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ciones extruidas, tales como un conector de borde 60, que son nada más 

que ejemplos de las miles de formas que podría asumir la placa moldeada 

de circuito impreso para rebibir y/o soportar componentes, tanto eláctri 

eos como de otro tipo.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento asf 

como la manera de llevarlo en la práctica, debe hacerse constar, que las 

disposiciones anteriormente descritas son suceptibles de todo tipo de me, 

dificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

1. Perfeccionamientos en placas de circuito moldeadas, 

caracterizados porque la placa conformada de antemano en una configura 

ción plana, recibir y soportar en la,.misma componentes eléctircos selecdio 

nados, estando adaptada la olaca de circuito parar recibir en ella una plan 

tilla de material conductor para interconectar los componentes electrice¡ 

recibidos y soportados en una configuración deseada de circuito.

2. Perfeccionamientos segón la reivindicación 1, carac­

terizados porque al menos uno de los componentes eléctircos tiene termina 

les que se extienden desde el mismo, llevando la placa unos orificios mol 

deados que la atraviesan, situados con gran precisión, parar recibir en 

ellos los terminales extendidos, de forma que el componente se coloque 

a un lado de la placa y los terminales conductores del componente se ex 

tiendan desde el lado ppuesto de la placa.

3. Perfeccionamientos segón la reivindicación 2, caractj 

rizados porque los orificios se moldean con una indentación avellanada 

en el primer lado citado de la placa, facilitando de ese modo la introdt. 

ción de los conductores de los componentes en y a travós de dichos orifi 

cios.

4. Perfeccionamientos segón la reivindicación 1, caract^ 

rizados porque al menos uno de los componentes eléctricos tiene unos cor 

ductores terminales extendidos, adpatados para su inserción en una toma 

de recepción, incüuyendo la placa una estructura de tomas moldeada en le

misma, teniendo la astructura de tama unas dimensiones predeterminadas pe 

ra recibir los conductores del componente eléctrico;"

5. Perfeccionamientos segón la reivindicación 4, caracte

rizados porque la toma moldeada está adpatada para recibir un mateiial }
I

conductor en la misma, de forma que cuemdo se insertan les conductores i 

de un componente eléctrico en la toma, el material conductor entre en cJn 

tacto con el mismo para formar una conexión eléctrica con El.

6. Perfeccionamientos segón la reivindicación 1, caracte



10 -

5

10

15

20

rizados porque al menos uno de los componentes eléctricos es un inductor 

que necesita una porción de ndcleo y una porción de arrollamiento que se 

enrollaré alrededor del ndcleo, comprendiendo la piaca un ndcleo moldeado 

integralmente sobre la misma, de dimensión predeterminada adecuada para en 

rrollar la porción de arrollamiento alrededor del mismo, formando así dicho 

inductor.

7. Perfeccionamientos segdn la reivindicación 1, caracta 

rizados porque comprende además unas bridas moldeadas sobre la placa, adaó 

tadas les bridas para conectar mecánicamente la placa a otra estructura 

mecánica.

8. Perfeccionamientos segdn la reivindicación 1, caracte­

rizados porque cuando la placa está en combinación con otras plaeas simi 

lares, todas las placas se encuentran moldeadas integralmente en un solo 

soporte.

9. Perfeccionamientos segdn la reivindicación 8, caracte, 

rizados porque se moldean unas lineas de incieión dentro del soporte y 

en lugares predeterminados con relación a las placas, proporcionando asf 

un medio para la extracción de las placas del soporte.

10. Perfeccionamientos en placas del circuito moldeadas ,

tal y como queda suficientemente descrito en la presente Memoria, y en d!í
bujes. ,, Esta memoria consta de 10 hojas escritas a Maquina por una

Madrid,

MOTOROLA INC

sola cara.
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